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■表紙写真
撮影:  写真家　松井秀雄氏

（二科会写真部　会員）
富士山頂の姿が左右対称形に美
しく見える林道で夜明けを待っ
ていました。ほのかに明るく
なった東の空が赤く染まり，明
るい未来を予告しているようで
した。

■誌名について
誌名 （リードアウト）に
は,「当社が創造・育成した製品・
技術を広く世にお知らせし, 多く
の皆様に読み取っていただきた
い」という願いが込められてい
ます。

今年15周年を迎える堀場雅夫賞
を特集しました。半導体製造にお
ける未来のプラズマ・プロセス
を目指す受賞者の研究を紹介し
ます。
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2018 Masao Horiba Awards were 
featured in this issue. Results of 
winners’ works on future plasma 
processing in semiconductor 
manufacturing are introduced.

I was waiting on the forest road 
where you can see the peak of 
Mount Fuji perfectly symmetrical. 
When eastern sky gradually 
lights up, the sky turned red as 
if it is telling us that the future is 
nice and bright.
-Photographer Hideo MATSUI-
(Member of Nikakai Association 
of Photographers)

Name of the book

This book is named " "
in the hope that "the products 
and technology we have created 
and developed will be read out 
and so become widely known".


